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电子器件制造业建设项目职业病危害预评价细则
[bookmark: _Toc454621050][bookmark: _Toc454892246][bookmark: _Toc456716446][bookmark: _Toc461036327]范围
本标准规定了电子器件制造业建设项目职业病危害预评价的评价依据、评价范围、评价方法、评价程序与内容等要求。
本标准适用于电子器件制造业新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目的职业病危害预评价。
[bookmark: _Toc454621051][bookmark: _Toc454892247][bookmark: _Toc456716447][bookmark: _Toc461036328]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5083  生产设备安全卫生设计总则
GB/T 11651  个体防护装备选用规范
GB/T 12801  生产过程安全卫生要求总则
GB 15603  常用化学危险品贮存通则
GB/T 16758  排风罩的分类及技术条件
GB/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护
GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准
GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
GB 50033  建筑采光设计标准
GB 50034  建筑照明设计标准
GB 50073  洁净厂房设计规范
GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范
GB 50187  工业企业总平面设计规范
GB 50472  电子工业洁净厂房设计规范
GB 50523  电子工业职业安全卫生设计规范
GB 50646  特种气体系统工程技术规范
GB 50781  电子工厂化学品系统工程技术规范
GB 50809  硅集成电路芯片工厂设计规范
GBZ 1  工业企业设计卫生标准
GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素
GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素
GBZ 115  X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准
GBZ 125  含密封源仪表的放射卫生防护要求
GBZ 127  X射线行李包检查系统卫生防护标准

GBZ 128  职业性外照射个人检测规范
GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识
GBZ 159  工作场所空气中有害物质监测的采样规范
GBZ/T 160（所有部分）  工作场所有毒物质测定
GBZ 188  职业健康监护技术规范
GBZ/T 189（所有部分）  工作场所物理因素测量 
GBZ/T 192（所有部分）  工作场所空气中粉尘测定
GBZ/T 194  工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范
GBZ/T 195  有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范
GBZ/T 203  高毒物品作业岗位职业病告知规范
GBZ/T 204  高毒物品作业岗位职业病信息指南
GBZ/T 211  建筑行业职业病危害预防控制规范
GBZ/T 225  用人单位职业病防治指南
GBZ 235  放射工作人员职业健康监护技术规范
SJ/T 11665  电子信息行业人工照明设计标准
[bookmark: _Toc454621052][bookmark: _Toc454892248][bookmark: _Toc456716448][bookmark: _Toc461036329]术语和定义
GBZ/T 224界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电子器件制造业 electronic device manufacturing
生产制造半导体分立器件、集成电路、平板显示器件和发光二极管等电子器件的行业，不包括硅片、玻璃基板、外延片的生产以及产品的封装或模组企业。
[bookmark: _Toc450641682][bookmark: _Toc454621053][bookmark: _Toc454892249][bookmark: _Toc456716449][bookmark: _Toc461036330]评价依据
应依据我国现行的职业病防治有关法律、法规、部门规章、规范性文件及标准要求开展评价。评价可依据的法律、法规、规章、规范及标准参见附录A。
应依据建设项目可行性研究的有关资料、预评价委托书或技术服务合同等开展评价。
应依据有关的国内外文献资料及其他与建设项目评价工作有关的资料开展评价。
[bookmark: _Toc450641683][bookmark: _Toc454621054][bookmark: _Toc454892250][bookmark: _Toc456716450][bookmark: _Toc461036331]评价范围
应以拟建项目可行性研究报告中提出的建设内容为准，并包括拟建项目建设施工和设备安装调试过程。
对于改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目，还应包括现有企业的职业卫生管理以及设备设施的利旧内容。
对于可行性研究阶段施工方案尚未确定的情况，预评价报告可作说明后省去相关分析评价内容，仅需在补充措施建议中明确建设单位相关职责；待施工方案最终确定后，建设单位可委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构补充相关预评价内容。
[bookmark: _Toc450641684][bookmark: _Toc454621055][bookmark: _Toc454892251][bookmark: _Toc456716451][bookmark: _Toc461036332]评价方法
可采用类比法、检查表法、工程分析法、风险评估法、职业病危害作业分级等方法进行定性和定量评价，必要时可采用职业卫生调查、职业卫生检测、职业健康检查等其他评价方法。
[bookmark: _Toc450641685][bookmark: _Toc454621056][bookmark: _Toc454892252][bookmark: _Toc456716452][bookmark: _Toc461036333]评价程序与内容
准备阶段
收集资料
应收集下列主要资料：
项目建议书或可行性研究报告、职业病危害预评价委托书；
上述资料若不能满足，应另行收集相关资料，确保包括以下内容：
建设项目概况；
电子器件制造过程拟使用的原辅料、中间品、产品的化学品安全技术说明书及其用量和产量； 
拟采用的生产工艺情况；
拟使用的生产设备情况；
辐射源项与射线装置； 
建设项目地理位置图、总平面布置图、竖向布置图、设备布置图；
劳动组织与工种、岗位设置及其作业内容、作业方法等；
拟采取的职业病危害防护措施和应急救援措施；
建筑卫生学与辅助用室设置情况；
改建、扩建建设项目职业卫生管理相关资料；
其他有关评价所需的技术材料。
国家、行业、地方有关职业卫生方面的法律、法规、标准、规范。
选择类比企业
应依据自然环境状况、电子器件类型、生产规模、生产工艺、岗位设置、工作制度、生产设备、生产过程中的物料与产品、职业病防护措施、职业卫生管理水平等方面的相似性，选择与拟建项目具有良好可比性的类比企业。
对于改建、扩建建设项目，在生产工艺及产品相似的情况下应优先选择原有企业的工程作为类比工程。
应对类比企业进行初步调查，并收集职业卫生现场检测资料，以及接触职业病危害的劳动者职业健康监护资料。
编制预评价方案
预评价方案应在充分查阅有关资料、进行初步工程分析和现场调查后编制，并根据项目的实际需求和技术要求，对评价方案中评价组专业人员的构成、评价范围、评价方法及职业卫生调查与检测等技术内容进行审核。
预评价方案应包括下列主要内容：
1. 概述：简述评价任务由来以及建设项目性质、规模、地点等基本情况；
1. 编制依据：列出适用于评价的法律法规、标准和技术规范等；
1. 评价方法、范围及内容：根据建设项目的特点，确定评价范围、评价单元和评价内容，选定适用的评价方法；
1. 建设项目工程分析：进行初步的工程分析、辐射源项分析，结合原辅材料、工艺设备和生产工艺进行初步的职业病危害因素识别；
1. 类比企业职业卫生调查：确定类比企业职业卫生调查以及职业病危害因素检测资料、接触职业病危害的劳动者职业健康监护资料收集的内容与要求等；
1. 类比企业职业卫生检测方案：若类比企业没有可收集的检测资料时，应确定类比企业职业病危害因素检测方案，包括职业病危害因素检测项目、检测方法、布点位置、检测对象等，确定所需检测的职业病防护设施及其检测项目、方法等；
1. 组织计划：主要包括评价程序、质量控制措施、工作进度、人员分工、经费概算等。
实施阶段
工程分析
项目概况
应明确建设项目概况，主要包括项目名称、性质、规模、拟建地点、自然环境概况、项目组成及主要工程内容、主要技术经济指标等。
原辅料、中间品及产品
应明确电子器件制造过程中拟使用的硅片、玻璃基板、外延片、清洗剂、光刻胶、显影液、稀释剂、刻蚀液等原辅材料的名称、种类、规格、使用工序、使用方式、使用量及储运方式，以及芯片、 平板显示器件、发光二极管等中间品、产品的产量。
应明确原辅料、中间品及产品的形态、运输方式与流程，以及仓库、储罐等储存要求等。
岗位设置及人员数量
应根据划分的评价单元，列表分析各单元的岗位设置、生产制度、班次、男女工人数及工作时段，并初步识别劳动过程可能存在的职业病危害因素及其来源、特点与分布。
总体布局
应明确建设项目的平面布置、竖向布置等基本情况，包括：
1. 建设项目总平面布置情况，并附总平面布置图；
1. 产生职业病危害的多层建筑物的竖向布置情况。
生产工艺和设备布局
应明确建设项目生产工艺流程、工艺技术及其来源，绘制生产工艺流程图，初步识别生产工艺过程可能存在的职业病危害因素及其来源、特点与分布。电子器件制造业生产工艺分析应主要包括但不限于下列工序：
1. 半导体分立器件和集成电路制造业应包括清洗、扩散、离子注入、光刻、刻蚀、薄膜、化学机械抛光、工艺整合、品质可靠性等工序。
1. 平板显示器件制造业应包括：
阵列工艺：清洗、溅射、溅射靶材打磨、化学气相沉积、光刻、刻蚀、离子注入、光刻胶剥离、测试与修复等工序；
彩膜工艺：清洗、溅射、溅射靶材打磨、光刻、测试与修复等工序；
成盒/制屏工艺：清洗、涂聚酰亚胺膜及固化、涂封框胶及固化、紫外及热固化、切割断屏、测试与修复等工序；
品质保证工艺。
发光二极管制造业应包括清洗、光刻、刻蚀、蒸镀、减薄、划裂、点测等工序。
应明确生产装置和主要辅助装置的名称、型号、数量、拟放置地点、先进水平（机械化、密闭化、自动化、智能化程度）、生产过程及其可能产生的职业病危害因素。
建筑卫生学
应明确建设项目建筑卫生学的内容，并结合工作场所可能存在或产生的职业病危害因素及其来源、特点与分布进行分析。分析内容包括但不限于：
1. 厂房及洁净室的建筑结构；
1. 厂房及洁净室的采暖设施、采暖方式及采暖温度等；
1. 厂房及洁净室的排风系统、事故通风系统；
1. 厂房及洁净室的空气调节系统的设置场所、主要参数、新风口位置；
1. 厂房及洁净室的采光、照明设置情况；
1. 洁净室的新风量、气流组织、回风与新风比例、回风中污染物过滤处理情况；
1. 化学品配送系统所在厂房、特种气体库及化学品库的墙面、地面材料；
1. 冷冻机房、空压机房、新风与空调机房及制氢站的墙体或顶层处理。
辅助用室
应明确建设项目工作场所办公室、卫生用室（更/存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室、医务室等辅助用室的设置位置、数量及使用情况。
辐射源项与射线装置
应明确建设项目辐射源的位置分布、主要技术参数，放射性核素的名称、状态、活度、能量，射线装置的结构、与辐射有关的主要参数等指标，以及不同运行状态下的辐射种类、产生方式和辐射水平等,并明确管理目标值。
建筑施工工艺和设备安装调试过程
应明确建筑施工工艺情况和设备安装调试过程，并初步识别建设期可能存在的职业病危害因素及其来源、特点与分布。
类比调查
类比企业职业卫生调查
类比企业职业病危害因素调查
应调查类比企业职业病危害因素的情况，包括：
1. 调查生产工艺过程、劳动过程、生产环境存在和产生的职业病危害因素及其来源、种类、分布；
1. 开展工作日写实并调查劳动定员以及职业病危害作业（包括外委作业）的相关情况；
1. 调查接触职业病危害作业及其相关的岗位、作业人数、作业内容及方式、作业频次及时间等。
电子器件制造业建设项目主要工艺及存在和产生的主要职业病危害因素见附录B。
类比企业职业病防护设施调查
调查类比企业职业病防护设施的种类、名称、型号、参数、数量、设置地点及运行维护等情况，应覆盖防尘、防毒、减振降噪、防高温、防电离辐射、防非电离辐射等类型。电子器件制造业建设项目主要职业病防护设施/措施见附录C。
生产单元应重点调查下列职业病防护设施：
1. 半导体分立器件和集成电路制造业的调查应包括但不限于下列设施：
清洗、化学机械抛光工艺设置的防毒设施；
离子注入、薄膜工艺设置的防毒、减振降噪、防非电离辐射与电离辐射设施；
扩散、刻蚀工艺设置的防毒、减振降噪、防非电离辐射设施；
光刻、工艺整合工艺设置的防毒、防非电离辐射与电离辐射设施；
品质可靠性工艺设置的防毒、防电离辐射设施。
平板显示器件制造业的调查应包括但不限于下列设施：
阵列、彩膜工艺设置的防尘、防毒、减振降噪、防非电离辐射与电离辐射设施；
成盒/制屏工艺设置的防尘、防毒、减振降噪、防高温、防非电离辐射与电离辐射设施；
品质保证工艺设置的防毒、减振降噪、防高温、防非电离辐射与电离辐射设施。
发光二极管制造业的调查应包括但不限于下列设施：
清洗工艺设置的防毒、减振降噪设施；
光刻、刻蚀工艺设置的防毒、减振降噪、防非电离辐射设施；
蒸镀工艺设置的防尘、防毒、减振降噪设施；
减薄、划裂工艺设置的防尘、减振降噪设施；
点测工艺设置的防毒设施。
生产辅助单元和公用工程单元应重点调查下列职业病防护设施：
1. 化学品配送系统、特种气体库及化学品库设置的防毒设施；
1. 锅炉房设置的防毒、减振降噪和防高温设施；
1. 纯水制备系统、应急发电机组设置的防毒、减振降噪设施；
1. 废水/废气处理系统、废液回收系统设置的防尘、防毒、防高温和减振降噪设施；
1. 供配电系统设置的防毒、防非电离辐射设施；
1. 冷冻机组、空压机组、泵房、新风与空调系统及制氢站设置的减振降噪设施。
类比企业劳动防护用品调查
应调查类比企业接触职业病危害的作业人员所配备的劳动防护用品的种类、名称、型号、数量、性能参数、适用条件、发放记录、现场佩戴情况等。
类比企业应急救援设施调查
应调查类比企业可能发生急性损伤的有毒、有害工作场所和放射工作场所以及与其相关的应急救援设施的种类、名称、型号、参数、数量、设置地点及运行维护状况等，并重点关注监测报警装置、事故通风设施、现场紧急处置设施以及急救用品的配备情况。电子器件制造业建设项目主要应急救援设施参见附录D。
应调查类比企业所在厂区内（外）的应急救援机构（站）的应急救援能力及应急联动情况。
类比企业职业健康监护调查
应调查类比企业近五年职业健康监护开展情况，包括职业健康体检人数、体检项目、体检周期、检查结果以及职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人的发病和处置情况。
类比企业职业病危害因素检测
应收集类比企业主要职业病危害因素的最新检测资料，明确其职业病危害因素的来源、分布及其浓度（强度）等。
收集的检测资料的质量、检测种类和范围应按照GB 18871、GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192要求，引用时应注明检测报告的来源及日期。
对没有检测资料或收集到的检测资料不满足评价需要时，应依据预评价方案，对类比企业进行现场检测，确定各职业病危害因素的浓度（强度）。
[bookmark: BZ]类比企业职业病危害因素浓度（强度）超过GBZ 2.1、GBZ 2.2规定的职业接触限值时，应综合分析生产工艺及设备布局、岗位生产制度及作业方式、职业病防护设施设置等内容，明确其超标原因。
类比企业作业人员接触的职业病危害因素无我国职业接触限值时，可参考国外限值进行评价；无国外限值时，应对职业病危害因素进行定性评价。
职业病危害评价
职业病危害因素识别与评价
应按照划分的评价单元，识别拟建项目在建设期和建成投入生产或使用后生产工艺过程、劳动过程、生产环境可能存在的职业病危害因素。尤其应重点关注化学品的装卸，人工更换化学品钢瓶/罐，气路系统、化学品输送系统的维护以及停机检修、维修状态产生的职业病危害因素。
应分析电子器件制造业建设项目以下岗位的接触人员、接触时间、接触频度、作业内容及方式等，包括但不限于：
1. 半导体分立器件和集成电路制造业应包括：
生产单元中清洗、扩散、离子注入、光刻、刻蚀、薄膜、化学机械抛光、工艺整合、品质可靠性岗位；
生产辅助单元中化学品配送系统、特种气体库、化学品库岗位；
公用工程单元中锅炉房、纯水制备系统、废水处理系统、供配电系统、冷冻机组、空压机组、新风与空调系统、应急发电机组岗位。
平板显示器件制造业应包括：
阵列工艺中清洗、溅射、溅射靶材打磨、化学气相沉积、光刻、刻蚀、离子注入、光刻胶剥离、测试与修复岗位；
彩膜工艺中清洗、溅射、溅射靶材打磨、光刻、测试与修复岗位；
成盒/制屏工艺中清洗、涂聚酰亚胺膜及固化、涂封框胶及固化、紫外及热固化、切割断屏、测试与修复岗位；
品质保证工艺岗位；
生产辅助单元中化学品配送系统、特种气体库、化学品库岗位；
公用工程单元中锅炉房、纯水制备系统、废水/废气处理系统、废液回收系统、供配电系统、冷冻机组、空压机组、新风与空调系统、应急发电机组岗位。
发光二极管制造业应包括：
生产单元中清洗、光刻、刻蚀、蒸镀、减薄、划裂、点测岗位；
生产辅助单元中特种气体间、化学品库岗位；
公用工程单元中锅炉房、纯水制备系统、废水/废气处理系统、供配电系统、制氢站、冷冻机组、空压机组、新风与空调系统、应急发电机组岗位。
应依据收集的原辅料、中间品、产品的化学品安全技术说明书等信息，分析拟建项目存在的粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素对人体健康产生的影响及导致的职业病等。
按照划分的评价单元，在工程分析、职业病危害因素识别的基础上，选择以下方法对作业岗位接触职业病危害因素的预期浓度（强度）范围进行预测分析：
1. 对有类比检测数据的职业病危害因素，预测作业岗位接触职业病危害因素的预期浓度（强度）范围；
1. 对无类比检测数据的职业病危害因素，可根据经验对照法、模型预测法等各种定性定量分析方法推测其职业病危害因素的预期浓度（强度）范围。
对作业岗位接触职业病危害因素的预期浓度（强度）范围对照GB 18871、GBZ 2.1、GBZ 2.2、GBZ 125和GBZ 128以及7.2.2.2.5进行评价。
对作业岗位接触职业病危害因素的预期浓度（强度）范围超过GB 18871、GBZ 2.1、GBZ 2.2、GBZ 125、GBZ 128的标准限值或国外限值，应分析超标原因，并提出针对性的控制措施建议。
职业病防护设施分析与评价
按照GB 15603、GB/T 16758、GB/T 50087、GB 50523、GB 50646、GB 50781、GB 50809、GBZ 1、GBZ 115、GBZ 125、GBZ 127、GBZ 128、GBZ/T 194要求，结合职业病危害因素类比检测结果，分析拟建项目在建设期和建成投入生产或使用后各个作业岗位接触职业病危害因素的预期浓度（强度）范围，评价拟建项目的职业病防护设施的合理性与有效性。
电子器件制造业建设项目应重点关注下列职业病防护设施的合理性与有效性：
1. 防尘设施应重点关注通风除尘系统。
防毒设施应重点关注：
化学物质集中存放的储存场所设置的通风设施；
有害化学物质的周转、输送及使用过程的密闭性和安全联锁措施；
散发有害物质的工艺设备设置的局部排风系统；
高毒类化学品流转过程的控制及储存区域设置的专用通风设施；
锅炉系统、废气处理系统和废水处理系统的密闭性及车间设置的通风设施；
工艺设备检修、维护时设置的移动式通风装置。
减振降噪设施应重点关注洁净厂房工艺设备、锅炉系统、纯水制备系统、废水/废气处理系统、废液回收系统、新风与空调系统、冷冻机组、空压机组、泵房、制氢站、应急发电机组及实验室的噪声控制。
防高温设施应重点关注设备/管道的隔热效果。
防非电离辐射（包括激光、紫外线、工频电磁场、高频电磁场、超高频电磁场）设施应重点关注设备的密闭性以及采取的屏蔽措施和安全联锁措施。
防电离辐射设施应重点关注设备的射线屏蔽措施和安全联锁措施。
劳动防护用品分析与评价
根据拟建项目在建设期和建成投入生产或使用后的作业岗位环境状况、职业病危害因素特点、类比检测或分析推测结果以及GB/T 11651、GB/T 18664、GBZ/T 195要求，结合建设项目拟配备的劳动防护用品情况，预测在可行性研究条件下作业人员对职业病危害因素的接触水平，评价拟配备的劳动防护用品的合理性与符合性。电子器件制造业建设项目主要劳动防护用品见附录E。
应急救援设施分析与评价
应依据该工作场所导致急性职业病危害的特点、可能发生暴露的状况以及GBZ 1、GBZ/T  194要求，分析拟建项目在建设期和建成投入生产或使用后可能发生急性职业病危害的工作场所以及可行性研究报告中提出的应急救援设施的设置状况，评价拟设置应急救援设施的合理性与符合性。
电子器件制造业建设项目应重点分析下列关键点的应急救援设施/措施：
1. 生产单元中使用酸、碱及高毒物质的岗位，如清洗、扩散、离子注入、光刻、刻蚀、化学机械抛光、化学气相沉积、物理气相沉积等；
1. 生产辅助单元中储存或分配化学毒物的区域，如化学品配送系统、特种气体库、化学品库；
1. 公用工程单元产生有毒气体的区域，如锅炉房、纯水制备系统、废水/废气处理系统、废液回收系统、应急发电机组。
依据GB/T 29639，应重点分析对急性中毒、化学性灼伤、激光烧灼伤、急性放射性损伤等急性职业病危害事故的应急救援预案的针对性与可行性。
总体布局分析与评价
应按照GB 18871、GB 50073、GB 50187、GB 50472、GB 50523、GB 50646、GB 50809、GBZ 1要求，分析可行性研究报告中提出的总体布局情况，评价拟建项目总体布局的符合性。
生产工艺及设备布局分析与评价
应按照GB 5083、GB/T 12801要求，分析可行性研究报告中提出的生产工艺及设备布局情况，评价生产工艺及设备布局的符合性。
建筑卫生学评价
应按照GB 50472、GB 50523、GB 50033、GB 50034、GB 50019、GBZ 1、SJ/T 11665要求，分析可行性研究报告中提出的建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光、照明、微小气候等建筑卫生学状况，评价建筑卫生学的符合性。
洁净室的采暖、新鲜空气量、气流组织、空调系统回风与新风比例、回风毒物过滤处理、采光、照明、温度、湿度应符合GB 50073、GB 50472、GBZ 1的规定。
辅助用室分析与评价
应按照GB 50523、GBZ 1、GBZ/T 194要求，分析可行性研究报告中提出的辅助用室设置情况，评价工作场所办公室、卫生用室（更/存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活用室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室等辅助用室的符合性。
职业卫生管理分析与评价
应按照GBZ 1、GBZ 128、GBZ 158、GBZ 188、GBZ/T 194、GBZ/T 203、GBZ/T 204、GBZ/T 225以及GBZ 235要求，分析拟建项目可行性研究报告中提出的职业卫生管理措施，评价拟建项目职业卫生管理措施的符合性。职业卫生管理措施应包括：
1. 职业卫生管理机构或组织设置及职业卫生管理人员配置情况。
1. 职业病危害防治计划与实施方案。
1. 职业卫生管理制度：
职业病危害防治责任制度；
职业病危害警示与告知制度；
职业病危害项目申报制度；
职业病防治宣传教育培训制度；
职业病防护设施维护检修制度；
劳动防护用品管理制度；
职业病危害监测与评价管理制度；
建设项目职业卫生“三同时”管理制度；
劳动者职业健康监护及其档案管理制度；
职业病危害事故处置与报告制度；
职业病危害应急救援与管理制度；
岗位职业卫生操作规程。
职业卫生专项投资分析与评价
应分析拟建项目可行性研究报告提出的职业卫生专项投资概算，评价其是否满足职业卫生“三同时”、职业病防护设施设计与建设等预算需求的符合性。
控制职业病危害的补充措施与建议
应针对可行性研究报告中存在的不足，提出拟建项目控制职业病危害的具体补充措施和针对性的建议。
拟建项目职业病防护设施设置方面的具体措施建议应尽可能明确地点、种类、技术要求等。
针对拟建项目建设施工和设备安装调试过程：
1. 应按照GBZ 1、GBZ/T 211、GB/T 11651、GBZ 188要求，提出控制建设期职业病危害的具体补充措施；
1. 应明确要求建设单位在施工和设备安装调试结束后收集的各种文件资料（包括施工过程的职业病危害防治总结报告）；
1. 应明确要求建设单位在拟建项目施工招标、合同管理及具体施工过程中应履行的职业卫生监管职责。
给出评价结论
应根据拟建项目在建设期及建成投入生产或使用后可能产生的主要职业病危害因素及其来源与分布、可能对人体健康产生的影响及导致的职业病等，并结合《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》，确定拟建项目的职业病危害风险类别。
给出拟建项目在采取了预评价报告所提防护措施后，主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度（强度）范围和接触水平，明确其是否能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
报告编制
汇总获取的各种资料、数据，完成建设项目职业病危害预评价主报告与资料性附件的编制。
职业病危害预评价主报告应全面、概括地反映建设项目预评价工作的结论性内容，用语规范、表述简洁，并单独成册。主报告的章节和内容组成参见附录F。
资料性附件应包括下列资料：
1. 评价依据；
1. 评价方法；
1. 工程分析；
1. 类比调查分析；
1. 职业病危害评价的分析、检测、检查、计算等技术性过程内容；
1. 地理（区域）位置图、总平面布置图、主要职业病危害因素分布图；
1. 其他与拟建项目有关的资料。
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（资料性附录）
评价可依据的法律、法规、规章、规范及标准
法律
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国突发事件应对法》
《中华人民共和国劳动合同法》
《中华人民共和国放射性污染防治法》
法规
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
《突发公共卫生事件应急条例》
《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》
《中华人民共和国尘肺病防治条例》
《工伤保险条例》
《危险化学品安全管理条例》
《女职工劳动保护特别规定》
规章
《生产经营单位安全培训规定》
《工作场所职业卫生监督管理规定》
《职业病危害项目申报办法》
《用人单位职业健康监护监督管理办法》
《放射工作人员职业健康管理办法》
《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》
规范
《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》
《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》
《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》
《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》
《职业卫生档案管理规范》
《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]《加强用人单位职业卫生培训工作的通知》
《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》
《职业病分类和目录》
《职业病危害因素分类目录》
《高毒物品目录》
《工业企业职工听力保护规范》
《用人单位劳动防护用品管理规范》
《关于发布射线装置分类办法的公告》
《职业卫生技术服务机构检测工作规范》
标准
GB/T 934  高温作业环境气象条件测定方法
GB 5083  生产设备安全卫生设计总则
GB/T 5700  照明测量方法
GB/T 11651  个体防护装备选用规范
GB/T 12801  生产过程安全卫生要求总则
GB/T 15862  离子注入机通用规范
GB/T 16758  排风罩的分类及技术条件
GB/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护
GB l8871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准
GB/T 23466  护听器的选择指南
GB/T 29510  个体防护装备配备基本要求
GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
GB 50029  压缩空气站设计规范
GB 50033  建筑采光设计标准
GB 50034  建筑照明设计标准
GB 50041  锅炉房设计规范
GB 50073  洁净厂房设计规范
GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范
GB 50187  工业企业总平面设计规范
GB 50472  电子工业洁净厂房设计规范
GB 50523  电子工业职业安全卫生设计规范
GB 50646  特种气体系统工程技术规范
GB 50781  电子工厂化学品系统工程技术规范
GB 50809  硅集成电路芯片工厂设计规范
GBZ 1  工业企业设计卫生标准
GBZ 2  工作场所有害因素职业接触限值
GBZ 98  放射工作人员健康标准
GBZ 115  X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准
GBZ 117  工业X射线探伤放射防护要求
GBZ 125  含密封源仪表的放射卫生防护要求
GBZ 128  职业性外照射个人监测规范
GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识
GBZ 159  工作场所空气中有害物质监测的采样规范
GBZ/T 160  工作场所空气有毒物质测定
GBZ 188  职业健康监护技术规范
GBZ/T 189  工作场所物理因素测量
GBZ/T 192  工作场所空气中粉尘测定
GBZ/T 194  工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范
GBZ/T 195  有机溶剂作业场所个人劳动防护用品使用规范
GBZ/T 203  高毒物品作业岗位职业病危害告知规范
GBZ/T 204  高毒物品作业岗位职业病危害信息指南
GBZ/T 205  密闭空间作业职业危害防护规范
GBZ/T 211  建筑行业职业病危害预防控制规范
GBZ/T 223  工作场所有毒气体检测报警装置设置规范
GBZ/T 224  职业卫生名词术语
GBZ/T 225  用人单位职业病防治指南
GBZ/T 229  工作场所职业病危害作业分级
GBZ 230  职业性接触毒物危害程度分级
GBZ 235  放射工作人员职业健康监护技术规范
GBZ/T 277  职业病危害评价通则
AQ 4201  电子工业防尘防毒技术规范
AQ/T 9002  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
JGJ/T 260  采暖通风与空气调节工程检测技术规程
SJ/T 11464  电子工业生产经营单位生产安全事故应急管理体系建立指南
SJ/T 11665  电子信息行业人工照明设计标准
其他
国外相关标准或企业相关标准
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（资料性附录）
可能存在和产生的主要职业病危害因素列举
表B.1至表B.3列举了电子器件制造业建设项目可能存在和产生的主要职业病危害因素。
半导体分立器件与集成电路制造业可能存在和产生的主要职业病危害因素列举
	评价单元
	岗位
	粉尘
	化学因素
	物理因素
	放射性因素

	生产单元
	清洗
	—
	过氧化氢、硫酸、异丙醇、氟化氢、氟化物（氟化铵）、乙酸（醋酸）、磷酸、丙酮、氢氧化钾、盐酸（氯化氢）
	—
	—

	
	扩散
	—
	氨、氯化氢、1,2-二氯乙烯、异丙醇、乙二醇、乙硼烷、四氢化锗、二氧化氮、磷化氢、砷化氢、氟化氢、氟化物、臭氧、三氟化氯
	噪声、激光、紫外线
	—

	
	离子注入
	—
	三氟化硼、磷化氢、砷化氢、氟化物、盐酸
	高频电磁场、噪声
	X射线

	
	光刻（包括涂胶、曝光和显影）
	—
	异丙醇、丙酮、氟化物、乙酸丁酯、氟化氢、过氧化氢、硫酸、氨、臭氧
	紫外线、激光、高频电磁场
	β射线

	
	刻蚀
	—
	氯气、一氧化碳、溴化氢、六氟化硫、异丙醇、氨、氯化氢、氟化氢、氟化物（氟化铵）、四氯化硅、甲烷
	高频电磁场、噪声、超高频辐射、紫外线
	—

	
	薄膜（包括氧化、化学气相沉积、溅射、金属化）
	—
	磷化氢、氨、乙二醇、四氯化钛、氟化物、硫酸、过氧化氢
	高频电磁场、噪声
	X射线

	
	化学机械抛光（*半导体分立器件无该工序）
	—
	氢氧化钾、过氧化氢、氨、二氧化碳、乙酸（醋酸）、氟化氢、硫酸、臭氧
	—
	—

	
	工艺整合
	—
	异丙醇、乙酸
	紫外线、激光
	X射线

	
	品质可靠性
	—
	氟化氢、氯化氢、硫酸、异丙醇
	—
	X射线

	生产辅助单元
	化学品配送系统
	—
	氨、磷化氢、二氧化碳、氟化物、一氧化氮、二氧化氮、氯气、氯化氢、氟化氢、溴化氢、砷化氢、过氧化氢、磷酸、硫酸、盐酸、乙醇胺、氢氧化钠、异丙醇、丁醇、乙二醇、氟化物（氟化铵）、一氧化碳、四氢化锗、硝酸
	—
	—

	
	特种气体库
	
	氧气、氩、氦
	—
	—

	
	化学品库
	—
	二氧化氮、氟化氢、过氧化氢、磷酸、硫酸、氨、乙醇胺、氢氧化钠、异丙醇、丁醇、乙二醇、甲醇、氢氧化钾、氯化氢及盐酸、丙酮、正丁醇、双氧水、氟化物（氟化铵）、氟化氢、硝酸
	—
	—


表B.1 半导体分立器件与集成电路制造业可能存在和产生的主要职业病危害因素列举（续）
	评价单元
	岗位
	粉尘
	化学因素
	物理因素
	放射性因素

	公用工程单元
	锅炉房
	—
	一氧化碳、二氧化碳
	高温、噪声
	—

	
	纯水制备系统
	—
	氯气
	噪声
	—

	
	废水处理系统
	其他粉尘
	氟化氢、硫酸、氨、硫化氢、磷化氢、氯化氢、磷酸、盐酸、氢氧化钠、氯气
	噪声
	—

	
	供配电系统
	—
	六氟化硫
	工频电场
	—

	
	冷冻机组、空压机组、新风与空调系统
	—
	—
	噪声
	—

	
	应急发电机组
	—
	一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
	噪声
	—


平板显示器件制造业可能存在和产生的主要职业病危害因素列举
	评价单元
	岗位
	粉尘
	化学因素
	物理因素
	放射性因素

	阵列
	清洗
	—
	氢氧化钾、臭氧
	噪声、紫外线
	—

	
	溅射
	—
	—
	噪声
	—

	
	溅射靶材打磨
	二氧化锡粉尘
	铟及其化合物
	—
	—

	
	化学气相沉积
	—
	磷化氢、氨
	高频电磁场、噪声、紫外线
	—

	
	光刻（涂胶、曝光和显影）
	—
	氢氧化钾
	紫外线、噪声
	X射线

	
	干法刻蚀
	—
	氯气、六氟化硫、氟化氢
	高频电磁场、噪声
	—

	
	湿法刻蚀
	—
	硫酸、磷酸、硝酸（一氧化氮）、乙酸、氟化物（氟化铵）、草酸、双氧水、氢氟酸
	—
	—

	
	离子注入
	—
	三氟化硼
	—
	—

	
	光刻胶剥离
	—
	乙醇胺、异丙醇
	—
	—

	
	测试与修复
	—
	—
	激光
	—

	彩膜
	清洗
	—
	氢氧化钾、臭氧
	噪声、紫外线
	—

	
	溅射
	—
	—
	噪声
	—

	
	溅射靶材打磨
	二氧化锡粉尘
	铟及其化合物
	—
	—

	
	光刻（涂胶、曝光和显影）
	—
	氢氧化钾、环己酮、臭氧
	紫外线、噪声
	X射线

	
	测试与修复
	—
	—
	激光
	—



表B.2  平板显示器件制造业可能存在和产生的主要职业病危害因素列举（续）
	评价单元
	岗位
	粉尘
	化学因素
	物理因素
	放射性因素

	成盒/制屏
	清洗
	—
	异丙醇、氢氧化钾、丙酮
	—
	—

	
	涂聚酰亚胺膜及固化
	—
	—
	—
	X射线

	
	涂封框胶及固化
	—
	—
	高温
	—

	
	紫外及热固化
	—
	—
	紫外线
	X射线

	
	切割断屏
	其他粉尘
	—
	噪声
	—

	
	测试与修复
	—
	—
	激光
	—

	品质保证
	品质保证
	—
	氢氟酸、丙酮
	高温、噪声、紫外线
	X射线

	生产辅助单元
	化学品配送系统
	—
	丙酮、异丙醇、过氧化氢、氢氧化钾、乙二醇、氨、磷酸、乙酸、硫酸、盐酸、硝酸
	—
	—

	
	特种气体库
	—
	氨、磷化氢、氟化物、氯气
	—
	—

	
	化学品库
	—
	氢氧化钾、过氧化氢、乙醇胺、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、二氯甲烷、乙酸、氢氧化钠、氟化氢、硝酸
	—
	—

	公用工程单元
	锅炉房
	—
	一氧化碳、二氧化碳
	高温、噪声
	—

	
	纯水制备系统
	—
	盐酸、氢氧化钠
	噪声
	—

	
	废水处理系统
	—
	氢氧化钠、硫酸、硫化氢、氨、氢氟酸
	噪声
	—

	
	废气处理系统
	—
	磷化氢、氨、氟化氢、二甲基乙酰胺、氢氧化钾、过氧化氢、乙醇胺、异丙醇、丙酮、氯化氢、氯气、硫酸、氢氧化钠、二氧化氮
	高温、噪声
	—

	
	废液回收系统
	—
	氢氧化钾、过氧化氢、乙醇胺、异丙醇、丙酮、硫酸、磷酸、二氧化氮
	—
	—

	
	供配电系统
	—
	六氟化硫
	工频电场
	—

	
	冷冻机组、空压机组、新风与空调系统
	—
	—
	噪声
	—

	
	应急发电机组
	—
	一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
	噪声
	—








发光二极管制造业可能存在和产生的主要职业病危害因素列举
	评价单元
	岗位
	粉尘
	化学因素
	物理因素
	放射性因素

	生产单元
	清洗
	—
	盐酸、硫酸、过氧化氢、丙酮、乙醇、硝酸
	噪声
	—

	
	光刻（包括匀胶、烘干、曝光、显影）
	—
	酚醛树脂、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、氨、臭氧
	紫外线、噪声
	—

	
	刻蚀（包括湿法刻蚀和干法刻蚀）
	—
	氯气、三氯化硼、氩气、臭氧、氦气、盐酸、硫酸、过氧化氢、氟化氢、氟化物
	高频电磁场、噪声
	—

	
	蒸镀
	铝尘
	镍、铟
	噪声
	—

	
	减薄、划裂
	氧化铝粉尘
	
	噪声
	—

	
	点测
	—
	异丙醇
	—
	—

	生产辅助单元
	特种气体间
	—
	氨、氯气、氟化氢
	—
	—

	
	化学品库
	—
	过氧化氢、丙酮、盐酸、硫酸、氢氧化钠、异丙醇
	—
	—

	公用工程单元
	锅炉房
	—
	一氧化碳、二氧化碳
	高温、噪声
	—

	
	纯水制备系统
	—
	氢氧化钠、氯气
	噪声
	—

	
	废水处理系统
	—
	硫酸、氟化氢、氟化钙、氢氧化钠、硫化氢
	噪声
	—

	
	废气处理系统
	—
	硫酸、氢氧化钠、盐酸、氨、氯气、异丙醇、环己酮
	噪声
	—

	
	供配电系统
	—
	六氟化硫
	工频电场
	—

	
	制氢站
	—
	—
	噪声
	—

	
	冷冻机组、空压机组、新风与空调系统
	—
	—
	噪声
	—

	
	应急发电机组
	—
	一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
	噪声
	—
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（资料性附录）
常见职业病防护设施/措施列举
表C.1列举了电子器件制造业建设项目常见的职业病防护设施/措施。
电子器件制造业建设项目常见职业病防护设施/措施列举
	序号
	防护类别
	职业病防护设施/措施

	1
	防尘设施
	设置局部通风除尘系统

	2
	防毒设施
	1.使用化学品的工艺设备采取原料输送密闭、化学反应过程密闭、产品工艺周转过程密闭、工艺废气排放密闭的控制措施。
2.生产工序均在设备的密闭腔体内完成，腔体内设有废气收集装置，集中排放至处理系统；设备设置了多种安全联锁，如反应腔真空联锁、真空泵联锁、舱盖联锁、反应腔观察窗口射频联锁、气体分发装置排气联锁、气体分发装置腔门联锁、现场气体检测联锁、泄漏联锁等，可在打开腔门、现场气体检测报警、化学物质泄漏等状态下，切断气体向生产设备的供应，避免泄漏。
3.工艺生产所需化学品及特种气体均采用自动传输方式，为避免泄漏，设计中采取双层套管，并设置过流量阀，以便在紧急状况时切断化学品或特种气体供应。在化学品配送厂房内设烟气感应、特定化学物质感应、液体泄漏感应警报装置，并与自动消防设施及强制排风装置联动。
4.使用有毒化学品和特种气体的设备，工艺过程都在密闭的反应腔中进行。在生产过程中产生的化学蒸气，经收集后通过管道传送至现场废气喷淋处理设施处理达标后再接入全厂的废气处理系统，经过两级处理之后才能排入大气。同时，密闭设备处还安装有泄漏探测和泄漏保护装置。
5.在设备内安装局部排风系统，通过管道把剩余的反应气体和有毒物质排到屋外的尾气处理装置进行处理，同时在局部排风管内安装风压联锁和报警装置，当风量低于控制风压时，则报警并切断气体和有毒物质的供应，以防排风装置的故障造成化学物质的外泄。
6.毒性较大的化学物质，使用气瓶存储、管道密闭输送，并在设备舱体中密闭使用，舱体内设有废气收集排放装置，并辅助设有气体泄漏检测探头和联锁系统，操作人员不直接接触。
7.化学品配送厂房化学品分发装置自动化，设置毒物泄漏检测与报警装置，并设置事故通风设施，报警装置与事故通风设施进行联动。另外，气体泄漏感应器连接到特种气体化学品供应系统及厂区消防控制室，有条件的可将报警信号传输至消防队等。
8.天然气锅炉房使用密闭容器、无缝钢管储存、输送甲烷，锅炉间单独布置于动力站内，站内设置可燃气体侦测系统及设有机械排风系统，燃烧的废气有组织排放，并设有动力系统中央控制室。
9.废气处理系统的洗涤系统加药装置均经管道加药，且定期向贮罐内补充。
10.废水处理加药系统中药剂均以液态形式经管道加药，定期向贮罐内补充；加药间设有机械通风换气系统，加药装置设有围堰和排水沟；废水处理站设有废水原水槽和事故水槽，水槽采取密闭方式，挥发的有害气体有组织的排放。
11.备用柴油系统单独设置，通过输油管道输送至锅炉及备用发电机。
12.化学品供应系统接头采取特种接头并做标示，防止误接导致化学品充装错误。



表C.1  电子器件制造业建设项目常见职业病防护设施/措施列举（续）
	序号
	防护类别
	职业病防护设施/措施

	3
	减振降噪设施
	1.通过控制声源对噪声进行控制，主要包括：
（1）设备按低噪声选型；
（2）设备设置减振垫、减振吊架、减振底座等减振装置和隔声外壳等；
（3）设备进头处采用柔性软接头，风管设有消声器和消声弯头；
（4）对振动较强的大功率动力设备设置水泥基座、钢构、减振弹簧等减振、隔振基础。
2.通过建筑结构、平面布置及设备布局进行噪声控制。

	4
	防高温设施
	1.高温区设有轴流风机；
2.设备设有隔热外壳；
3.管道有隔热层。

	5
	防非电离辐射（包括激光、紫外线、工频电磁场、高频电磁场、超高频电磁场）设施
	1.机台采用金属屏蔽；
2.设备反应舱设置安全联锁。

	6
	防电离辐射设施
	1.设备采用射线屏蔽；
2.设备设置有安全内部联锁；
3.设备设置出束警示灯、电源指示灯；
4.设备设置急停开关。
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（资料性附录）
主要应急救援设施列举
表D.1列举了电子器件制造业建设项目主要的应急救援设施。
电子器件制造业建设项目主要应急救援设施列举
	序号
	应急救援设施分类
	应急救援设施列举

	1
	厂区内应急救援设施
	监测报警装置
	特种气体探测系统、手动报警按钮、消防专用电话、入侵防范电视监控系统、有毒气体检测报警装置、可燃气体检测报警装置、液体泄漏探测器、紧急切断开关

	2
	
	强制通风设施
	事故排风系统

	3
	
	现场紧急处置设施
	紧急喷淋洗眼器、化学应急事故处理设施和器材、防化学品泄漏围堰、泄漏槽、泄险沟、事故池、吸液棉条、中和剂

	4
	
	急救用品
	急救药箱（医用酒精、过氧化氢溶液、0.9%的生理盐水、2%碳酸氢钠、2%醋酸或3%硼酸、解毒药品、脱脂棉花、棉签、中号胶布、绷带、剪刀、镊子、医用手套、医用口罩、烫伤软膏、保鲜纸、创可贴、伤湿止痛膏、冰袋、止血带、三角巾、眼药膏、洗眼液、防暑降温药品、体温计、医用氧气瓶、雾化吸入器、急救毯、手电筒）

	5
	
	其他设备设施
	应急用品储存柜、正压式空气呼吸器、急救担架、应急救援通讯设备、风向标、应急通道、应急照明、逃生路线及标识、紧急救援站

	6
	厂区外应急救援设施
	医院、消防队、紧急救援站
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（资料性附录）
主要劳动防护用品列举
表E.1列举了电子器件制造业建设项目各岗位需配备的主要劳动防护用品。
电子器件制造业建设项目主要劳动防护用品列举
	序号
	岗位
	主要劳动防护用品
	使用场合

	1
	洁净车间作业人员
	防静电工作服、防静电鞋、耳塞、防酸碱口罩
	正常状态情况下现场巡检、操作

	2
	洁净车间清洗作业
	防静电钢包头鞋、防酸碱套靴、乳胶手套、防酸碱手套、防护面罩、防酸碱围裙、防酸碱口罩、防毒面具
	正常状态情况下炉管清洗操作

	3
	特种气体搬运
	防静电工作服、安全帽、防静电钢包头鞋、防护眼镜、棉纱手套
	正常状态情况下

	4
	化学品搬运
	防静电工作服、安全帽、防静电钢包头鞋、乳胶手套、防酸碱手套、防酸碱口罩、防酸碱眼镜、防酸碱服
	正常状态情况下

	5
	溅射靶材打磨、切割断屏、蒸镀、减薄、划裂
	防静电工作服、防静电鞋、耳塞、防尘口罩
	正常状态情况下

	6
	纯水制造、废水处理
	防静电工作服、安全帽、防静电钢包头鞋、防酸碱套靴、防酸碱手套、防毒面具、棉纱手套、防尘口罩、防酸碱口罩、防护眼镜、耳塞、防酸碱围裙、防酸碱袖套、雨衣
	正常状态情况下

	7
	化学品配送
	防静电工作服、安全帽、防静电钢包头鞋、防酸碱套靴、防酸碱手套、防毒面具、棉纱手套、防尘口罩、防酸碱口罩、防护眼镜、耳塞、防酸碱围裙、防酸碱袖套、雨衣
	正常状态情况下

	8
	锅炉房
	隔热服、安全帽、耳塞、隔热阻燃鞋、棉纱手套
	正常状态情况下

	9
	电气维修
	防静电工作服、安全帽、防静电钢包头鞋、绝缘鞋、绝缘手套、棉纱手套、耳塞
	正常状态情况下

	10
	电工维修
	防静电工作服、安全帽、防静电钢包头鞋、绝缘鞋、绝缘手套、棉纱手套、耳塞、雨衣、防油袖套、防油围裙
	正常状态情况下

	11
	设备维护
	化学防护手套、化学防护靴、安全帽、防护眼镜、防酸碱口罩、防护面罩、化学防护服
	化学品操作处理、设备清洗和维修

	12
	岗位备用
	空气呼吸器、A级防化服、消防服、隔热服、防毒面具
	非正常状态情况下现场操作、应急处理
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（资料性附录）
主报告的章节及内容组成
[bookmark: _Toc442034671][bookmark: _Toc442034708][bookmark: _Toc449685931][bookmark: _Toc449686345][bookmark: _Toc450641699]建设项目概况
包括拟建项目名称、拟建地点、建设单位、项目组成及主要工程内容、岗位设置及人员数量等。对于改建、扩建建设项目和技术引进、技术改造项目，还应阐述建设单位的职业卫生管理基本情况以及工程利旧情况。
[bookmark: _Toc442034672][bookmark: _Toc442034709][bookmark: _Toc449685932][bookmark: _Toc449686346][bookmark: _Toc450641700]职业病危害因素及其防护措施评价
概括拟建项目可能产生的职业病危害因素及其存在的作业岗位、接触人员、接触时间、接触频度，可能对人体健康产生的影响及导致的职业病等。
按照划分的评价单元，针对下列内容给出其合理性与符合性结论：
1. 针对可能存在的职业病危害因素，给出拟设置的职业病防护设施及其合理性与符合性结论；
1. 针对可能接触职业病危害的作业岗位，给出拟配备的个体防护用品及其合理性与符合性结论；
1. 针对可能发生急性职业病危害的工作场所，给出拟设置的应急救援设施及其合理性与符合性结论；
1. 针对可能接触职业病危害的作业岗位，给出在可研条件下各个主要职业病危害因素的预期浓度（强度）范围和接触水平及其评价结论。
[bookmark: _Toc450641701]综合性评价
给出拟建项目拟采取的总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业卫生专项投资等符合性的结论，列出其中的不符合项。
[bookmark: _Toc442034673][bookmark: _Toc442034710][bookmark: _Toc449685933][bookmark: _Toc449686347][bookmark: _Toc450641702]职业病防护补充措施及建议
提出控制职业病危害的具体补充措施。
给出拟建项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施及建议。
[bookmark: _Toc442034674][bookmark: _Toc442034711][bookmark: _Toc449685934][bookmark: _Toc449686348][bookmark: _Toc450641703]评价结论
确定拟建项目的职业病危害风险类别。
给出拟建项目在采取了预评价报告所提防护措施后，各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度（强度）范围和接触水平。
明确拟建项目是否能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
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